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Die f olgenden Artgaben sind den vom Anmelder 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Chipkarte mit integrierter Batterie 

@ Es wird ein Verfahren zur Herstellung oiner Chipkarte 
mit integnerter Batterie vorgeschlagen, wobei anstelle 
der Integration einer vorgefertigten Batterie die Fertigung 
der Batterie in den HerstellungsprazeB der Chipkarte inte- 
griert wird. Dazu wird eine Leitert>ahnstruktur (8) auf eine 
Tragerschicht (6) aufgebracht. In einem Teilbereich {8b} 
der Leiterbahnstruktur (8), die als Elektrode fur die Batte- 
rie (3) dtent, wird ein Elektrolyt <11) in Form einer Etektro- 
lytpaste aufgedruckt oder uber eine Maske aufgetragen 
Oder in Form einer Elektrotytfolie aufgeklebt Daruber 
wird eine Deckfolie (5) mit einer Gegenteiterbahnstruictur 
(9) so auflaminiert daS ein Teilbereich (9b) der Gegenlei- 
teri^ahnstruktur (9) die Gegenelektrode fQr die Batterie (3) 
bildet. 

Oiese Konstruktion ist besonders vorteilhaft fur Chipkar- 
• ten mit Displays (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 

C{3) in einem Arbeitsgang mit den Elektroden (8c, 9c) des 
Displays (2) gefertigtwerden konnen. 
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Bescfaieibung 

Die Erfindung betrifit ein Verfohien zur Herstelluog einer 
Chipkaite mit integrierter Batterie nach der Gattung des 
Hauptanspruchs sowie eine entqnechende Chipkaite oach 
der Gaming des nebeDgeordneten Anspnichs 8. 

tlblicheiweise weideD die elektrischen Bauteile einer 
Chipkarte von aiiBen mit Strom versoigt, beispielsweise 
wShrend die Chipkaite im Tenxunai eioes Bankamomateo 
eingeliihrt isL Neueie Anweodungen sehen voi; Datea aus 
der Kaite imabhSngig von einem solchen Ibnmnal auslesen 
imd anzuzeigen und erfordem dazu die lotegratian einer 
StromqueUe unmittelbar in die Kaite. Em typischer Anweo- 
dungsfall faieifOr ist die sogenannte Geldkazte mit Di^lay 
zur Anzeige des auf der Karte nocb veritlgbaren Geldbe- 
irags. 

Chipkaxten sind duich dne ISO-Nonn in ihzra Dimensio- 
neo, insbesondece aiich der maximalen Dicke, genoimt Ein 
generelles Problem bestdit deshalb darin, Idstungsfahige 
Batierien hexzustellen, die diinn genug sind, urn in Chipkar- 
ten integriert werden zu konnen. Aus der Wiitschaltswoche 
21, Januar 1999» Wolfgang Kempken» "DOnn wie Papier^» 
ist eine Battetie bekannt, bd der die Elektioden aus hauch- 
dttnnen Folien aus Manganoxid und Lithium bestehen, zwi- 
scben denen als Eiektiolyt eine dOnne Speriaikunststoff- 
scbidit angeordnet ist Die Elektioden weisen Ubliche An- 
schluBflSchen zur Verbindung der Batterie mit den Leiter- 
bahnen der Chipkarte auf. 

Von der Finna E. C. R.-Electro-ChemicaI Reseaich. Ltd. 
76117 Refaovot, NL, wild weiter eine uitradOnne, scfaicht- 
weise aufgebaute Batterie ftir Chipkaiten angebolen, die als 
RHISS-Batterie bekannt ist (IWSS = rechaxgeable hydro- 
gen ion solid state electrolyte). Die RHISS-Batterie ist zwi- 
schen 035 und OJOomi dQim» wild in einem Batteriq)aGk 
isoliert und in die Chipkarte eingesetzt, um dort mit den Ln- 
terbahnen der Chi|^carte Qber Wire-Bood-DrShte verbundcn 
zu werden. 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, das Koozept 
der Batterieintegration in Ctdptantn hinsicbtlicb Fertigung 
und Leistungsfahigkdt weiter zu vexbessem. 

Diese Aufgabe wild geldst dutch ein >^xfiBhren mit den 
Meikmalen des Hauptanspruchs sowie duich eine Chip- 
karte, wie sie im nebengeoidneten Produktanspruch 8 ange- 
geben ist Die Ldsung zdcbnetsich dadurch aus, daB auf die 
Elektioden, die eineiseits mit dem Eiektiolyt und anderer- 
seits mit den Leiterbahnen der Chipkarte in Verbindung 
sind, verzichtet wiid. Stattdessen werden die Leiteibahnen 
so ausgebildet. daB sie selbst die gegcnpoligen Eldaioden 
fOr den Elektrolyten bilden. Dazu wild der Eiektiolyt als Pa- 
ste Oder als Folie auf denjenigen Ibil der Leiteibahn aufge- 
bracht, der die eigentliche Elektrode eisetzt, und Ober dem 
Elektrolyt wird die Gegenleiteibabn so angeordnet, dafi ein 
Teil dieser Gegenleiterbahn die Gegenelektrode fUr den 
Elektrolyt bildet Auf diese Wdse entfallen gesonderte Bat- 
terieelektrodenschichten, wie sie in den bekannten Batterie- 
konzepten vorgesehen sind. Das erfiodungsgemafie \%rfab- 
ren bietet daduicb deo \brteiU daB fUr den Elektrolyten dn 
gr6Berer Bauraum zur Verftlgung steht, so daB die Norm- 
dicke fUr Chipkarcen dngdialten werden kann. Desweiteren 
kann die Batterie unmittelbar wahrend der Cbipkartenfeiti- 
^' gung beigestellt werden und braucbt nicht als separates Zu- 
Ueferteil in die Karte integriert zu werden. Dadivch entfallt 
das Bonden der Elektroden an die Ldterbabnen, wodurch 
die Fertigung kosteogiinstiger wird. Zudem kaim die Batte- 
rie je nach Chipkarte individuell an die Chipkaitengeome- 
trie und die Leistungsanfoxderungen bd der Chipkartenfer- 
tigung angepafit werden. 

Fur Chipkaiten mit Displays eigibt sicb ein besonderer 
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Vsrteil daraus, daB diese ohnebin berdts Elektroden fUr das 
Display aufweisen, wobd diese Elektroden Qblicherwdse 
dnen integraien Bestandteil der Ldterbabnen bilden. Indem 
diese Ldtetbahnen nuimtehr zusitzlich Teilbeieicbe aufwei- 
5 sen* die ab gegenpolige Elektroden fOr den Elektrolyten die- 
nen, kann die Batteriefertigung obne wesentlichen Aufwand 
in eine Displaychipkartenfertigung integriert werden. Als 
zusStzlicher Schritt ist nur das Auibringen des Elektrolyten 
erfoideilich. DafOr entfallen das Einsetzen einer besonderen 
10 Batterie und das dektriscbe AnschlieBen der Ldterbabnen 
an die BatterieanschluBflScben. 

Nachfolgend wild die Erfindung unter Bezugnabme auf 
die Zeicbnung nahcr erliutert Es zdgen: 
Fig. 1 dne Chipkaite schematiscb in Draufsicbt und 
15 Fig, 2 eine Chipkaite schematiscb im QueischnitL 

In Fig. 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chipkaite inte- 
grieitem Chip 1 daigestellL Bdspielbaft wiid dabd von d- 
ner kontaktlosen Chipkaite ausgegangen, weshalb der im 
Inneren der Chipkaite 10 angeordnete Chip 1 strichlieit an- 
20 gedeuiet ist Dit Erfindung ist aber gldcheimaBen fUr kon- 
taktierende Kaiten oder Dual-Interface-Karten, bei denen 
die DatenObemagung mittels an der KartenoberflSche lie- 
gender KoataktflSdwn erfolgt, anwendbai: Die in Fig. 1 dar- 
gesteUte kontaktlose Karte besitzt fUr den Datentransfer mit 
25 extenienGei9tBndneAnteniien^e4,diemitdemChipl 
iiber eiise nicht daigesteUie elekoiscfae Veibindung elek- 
trisch Idtend veibunden isL Die Antennenspule 4 befindet 
sich, wie durch strichlierte Darstellung angedeutet, ebenfalls 
im Inneren der Chipkarte 10. Weiteifain besitzt die Karte 10 
30 ein Di^lay 2, das de Anzeige von Daten aus dem Chip ler- 
laiibt Das Di^lay 2 kann gidchzeitig als Ibstatur fimgie- 
ren. Einen wdteren Bestandtdl der Chipkarte 10 bildet dne 
Batterie 3, die, wie duicb strichliote Darstellimg angedeu- 
tet, ebenfalls in das Irmere der Chipkarte 10 integriert ist. 
35 Fig. 2 zdgt die in Fig. 1 dargestellte Chipkaite 10 sche- 
matiscb im QuerschDitt Die Darstellung dient dabd Ledig- 
lidi zur ^feranschaulichung der die Chipkaite bildenden Be- 
standtdle imd r^nSsentiext nicht die XferhSUnisse in einer 
leaien Chipkaite mit Noimdicke. Die Karte 10 besteht aus 
40 eitter'nilgaschicht 6,einerKaiteDkdrpeischicfat7uiideina' 
Deckscfaicbt 5. Zwischen TVSgerscbicht 6 und Deckschicht 5 
sind die dektronischen Bauelemente angcOTdnet, n&nlicfa 
der Chip 1, die Batterie 3, das Display 2 sowie die, in Fig. 2 
nicht dargestellte, Spule 4. 
45 IMe Chipkarte 10 wird schrittweise auf der TVageiscfaicbt 
6 aufgebaut ZunScbst wird eine Ldterbahnstniktur 8 auf die 
IVagffschicht 6 aufgehracht, beispielsweise dmxh Aufdruk- 
ken Oder im Atzveifehien. IKe Leiteibahnstruktur 8 gliedext 
sich in mefaiere Bereiche 8a, 8b, 8c. Ein erster Beidch 8a 
50 dient dabd zur Anbindung des Chips 1 an die Leiteibahn- 
struktur 8. Ein zwdter Bereich 8b bildet eine erste Elektrode 
fiir die Batterie 3, die insgesamt aus Elektrode 8b, Elektrolyt 
U und Gegenelektrode 9b besteht Ein weiterer Berdch 8c 
bildet femer dne Elekdxxle filr das Di^lay 2, das insgesamt 
ss aus Bektrode 8c, aktiver Schicht 12 und Gegenelektrode 9c 
besteht Gldcbzddg mit der Ldterbahnstniktur 8 wird 
zweckmSfiig die Antennenspule 4 realisiert. 

Auf der Ldterbahnstniktur 8 werden die einzelnen dek- 
tronischen Bauelemente aufgebaut. Dabd wird der Chip 1 
60 bdspielswdse in Flip-Chip-Technologie mit dem Berdch 
8a der Leiterbahnstruktur 8 elektriscb verbunden. 

Auf den Bereich 8b der Ldterbahnstruktur 8 wird sodann 
ein fester Elektrolyt U aufgebracht Das Elektrolytmaterial 
kann beispielsweise eine Elektrolytpaste oder eine Elektro- 
lytfolie sein, wie sie aus dem eingangs wiedeigegebenen 
Stand der Technik bekannt stod A!s Paste wird der Elektro- 
lyt vonteilbaft aufgedruckt, etwa im SiebdiuckveifiBhren, 
Oder iiber dne Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste bat den Voneil, daB dieFixieiung des ElelOiolyteo dn- 
fachist 

Auf den Tdlberdcfa 8c der Leiteibafanstmloiir 8 wild eine 
akdve Schicbt 12 fOr das Display 2 auf g^iacht Bei dem da- 
fur verweodeten Material toann es sich um FlQssigkristaUe 5 
bandeln, die ihren Zustand zwtschen opak imd transparent 
wecbseln. beispielsweise FLC. CbLCD oder F!DLC Alter- 
nativ komroen aktiv leuchtende Stofie in Betracht, d. h. Ma- 
terialien, die M Anl^oi einer Spannung aktiv leuchten, 
beispielsweise LEDs, HLDs oder OLEDs. Das Display 2 to 
kann gleichzeitig die Funktion einer Ibstatur besiizen. Auf* 
ban und Funktionsweise eines solchen Di^lays sind detailr 
lien in der deutscfaen Patentanmeldung Nr. 198 28 978^ be- 
schridben, auf die bierzu ausdriicklicb verwiesen void. Der 
Bereicb8cderLeiteibabn5truktur8bildeteine£lektiodefQr t5 
die akdve Schicbt 12 des Displays 2. 

Vor Oder nach dem Aufbau der elektroniscfaen Bauteile 
auf der IVSgerschicbt 6 wild auf der IVagerscbicht 6 dne 
Kaitenkoiperschicbt 7 angeordnet, die Aussparungen fUr die 
elektronischen Bautdle beatzt Die Kartenkdcperscbicht 7 20 
wild auf der IVagerscbicht 6 auflaminiert Der Laminiervor- 
gang kann gegebenenfalls zusaxmnen mit der Deckfolie 5 
erfolgen. 

Xjier der Kartenkdrperschicht 7 und den auf der IVSger- 
scbicbt 6 aufgebautas elektronischen Bauteilra wild die 25 
Deckscbicht 5 angeozdneL Auf der dem Kaiteninneiai zu- 
gewandten Seite der Deckschicht 5 wild dabei eine Gegen- 
leiterbahnstrukcur 9 angelegt. ZweckmSfiig wild die Gegeo- 
leiteibahnstruktur 9 gleichfalls durcb Aufdruckm oder im 
Atzveifabien erzeugt und gliedert sich in Unlbereiche 9b 30 
und 9c. Die Oliedenmg der Gegenleiteibabnstruknir 9 ist so 
ausgebildet, dafi drar Teilb^ch 9c eine Gegenelektrode zur 
Elektrode 8c des Displays 2 bild^ wahrend der Tbilbeieicb 
9b im Beieich der Batterie 3 angelegt ist, so dafi or eine Ge- 
genelektrode zur Elektrode 8b der Batterie 3 Mldet Die die 35 
Elektroden des Displays 2 bildenden Ibile 8c und 9c von 
Ldterbahn- bzw. Gegraleiteibahnstruktur mOssen dabei le- 
diglidi elektrisch leit^ig sein. Die die Elektroden der Bat- 
terie 3 bild^iden Teile 8b und 9b mflssen darObeifainaus ge- 
genpoligsdn, so daB sieals Anode und Kathode eine Stromr 40 
ricbtung definieren. Es kann daher zweckmSfiig sein, zumin- 
dest eine Ldtnisahnstruktur aus zwei untearscfaiedlichen Ma- 
terialien zusammenzusetzen. Beispielsweise kann die Ge- 
genleiteibahnstrukrur 9 im Teilbereich 9b aus tinem beson* 
deren Bektrodenmaierial heigestellt werden, wahrend alle 45 
andezen Teilbereicbe 8a, 8b, 8c und 9c der Leiteibabnstruk- 
turen 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (ITO) bestehen. 

ImFalle dner Chipkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dargestelU ist, soUten femer Deckschicht 5 und Ge- 
genelektrode 9c des Displays 2 tran^arent sein, damit die so 
aktive Schicht 12 von aufien erkennbar ist Als Material fUr 
die Gegenleiterfaahnstruktur 9 bietet sich desbalb Inidium- 
zinnoxid (TIO) an, das transparent ist Abgesehra von dem 
Displaybereich ist die dem Karteninneren zugewandte Seite 
der transparenteo Deckschicht 5 bednickt, so daB ein Blick ss 
auf die elektronischen Bauteile nicht gewahrt wird. Die 
Schichten 5, 6, 7 werden durcb Anwendung von Druck und 
Temperatur oder unter Verwendung eines Klebers miteinan- 
der larainiert Aufgrtind der Temperaturempfindlicbkeit des 
Elektrolyts ist die Laminierung mittels Kleber zu bevc^zu- 60 
gen. Wichtig ist eine voUstandige Abdichtung insbesondere 
des Batteriebereicbs gegen Feuchtigkeit, da heute erfaSltli- 
che Hektrolyten sehr feuchtigkeitsen^jfindlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugrundliegenden Kon- 
zeptes - Einsetzen der Batterie nicht als Fertigteil, sondem 6S 
Eaeugung der Batterie im Zuge der Karteoferdgung, indem 
die ohnehin vorfaandenen Leitexbahnstrukturen die Elektro- 
den fOr die Batterie bilden - gestattet einer >^dzahl von Ab- 
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wandlungen des vorstehend beschriebenen Herstellungsver- 
fobrens wie der dandt bersteUbaien Chipkarte. Insbesondere 
kann der Aufbau der anbandderFlg. 1 und 2 beschriebenen 
Chipkarte hinsichtlicfa der Bauelemente oder hinsicbtlicfa 
der Zahl der Schichten geSndeit werden . Alteroativ ziur elek- 
trischcn Bnbeziehmig des Chips 1 nur Qber eine trager- 
schichtseitige Leitetbahnstroktur kann eine den Chip 1 auf 
zwd Sdten kontaktierende ^ibindung vorgesehen sein, bd 
der der Chip aucfa dutch die Gegenleitetbahnstnikmr kon- 
taktieitisL 

Patentan^KrOcbe 

1. >feifohien zur Herstdlung einer Chipkarte (10) mit 
integrieiter Stromquelle (3), umftssend die Scfaritte: 

- Aufbringen einer ersten Leitetbahnstruktur (8) 
auf dne Ttigerschicht (6) der Chipkarte (10), 

- Aufbringen eines Elektrolyts (il) ilber dnem 
TbUberdch (8b) der ersten Ldteibahnstniktur (8) 
und 

- Aufbringen dtier zwdten Ldterbahnstruktur 
(9) ndt einem Tdlbeidcb (9b) der zwdten Ldt«r- 
bafanstruktur (9) Ober dem Elekoolyt (11), so dafi 
die Tdlberdche (8b, 9b) der Leiterbahnstnikmren 
(8 bzw. 9) in direktem Kontakt nut dem Elektrolyt 
(11) stehen und gegenpolige Elektroden fiir den 
Elektrcdyten (12) bilden. 

2. Msrfahrea nach Ansprucb 1, dadurch gekennzdch- 
net, daB als Elektxolyt (U) eine Elektrolytpaste v«>- 
weodetwird. 

3. Vsrfahrcn nach Ansprucb 2, dadurch gekennzdcb- 
net, dafi der Eleknolyt (11) im Siebdnickver&hren auf- 
gebracht wird. 

4. ^fecfahreo nach Ansprucb 2, dadurch gekennzdch- 
net, dafi der Elektrolyt (11) unter Verwendung dner 
Maske auf getragen wird. 

5. >%rfohren nach Ansprucb 1, dadurch gekennzeicb- 
net, dafi als Elektrolyt (11) eine Elektrolytfolie verwen- 
det wird. 

6. ^tfahren nach dnem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekeimzeichnet, daB die zwdte Ldterbahnstnik- 
tur (9) zusammen mit einer Deckfolie (5) in Laminier> 
technik aufgdiracht witd. 

7. Vsrfahreo nach dnem dex AnsprUche 1 bis 6, da- 
durch gekennzdchnet, daB die erste Ldterfoahnstruktur 
(8) und die zweite Leiterbahnstruktur (9) suScr den 
Teilbereicben (8b bzw. 9b), die als Elektroden fCir den 
Elektrolyt dienen, jeweils einen zwdten Tdlberdch 
(8c bzw. 9c) umfassen, die als Elektroden fOr ein Dis- 
play (2) imd/oder eine Tastatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integrierter Batterie (3), umfas- 
send eine erste Ldterbahnstruktur (8) mit einem Tbil- 
bereich (8b) und eine zwdte Ldterbahnstrukfur (9) mit 
dnem Tdlberdch (9b), wobei zwischen den l)silberd- 
chen (8b und 9b) ein Elektrolyt so angeordnet ist dafi 
^cb (£e Tdlbereiche (8b, 9b) der Ldterbahnstrukturen 
(8, 9) in direktem Kontakt mit dem Elektrolyt (11) be- 
finden und gegenpolige Elektroden fUr den Hektroly- 
ten (11) bilden. 

9. Chipkarte nach Ansfmich 8, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Teilbereicbe (8b, 9b) der eisten und zwei- 
ten Ldterbahnstrukturen (8, 9) ObereinandCT angeord- 
net sind. 

10. Chipkarte nach Ansprucb 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Eleknolyt eine Paste oder Folic 
ist 

U. Chipkarte nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dafi (fie Leitetbahnstrukturen (8, 
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9) auBcr den TcilbercicheD (8b, 9b), die aLs Hcktroden 
fur den Elektrolyten (11) dicncn, weilerc Tfeilbercidic 
(8c bzw. 9c) aufweisen, die als Helctroden fOr ein Disr 
play (2) und/oder eine l^statur dienen. 

Hierzu 1 Seite(n) Zddmungeo 
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